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研究成果の概要 

本課題は、シリコン量子ビットのネットワーク型量子プロセッサの創出に向けた基盤技術の実証

を目指している。本年度は、シリコン量子ビットの位相反転誤り相関とその量子ビット間距離依存性

の検証、および極低温配線の基盤技術検証などに関して取り組み、一部計画以上の進展があっ

た。 

量子ビット誤りのビット間相関は、シリコン量子プロセッサの量子誤り訂正効率に大きな影響を与

えうる。このことを踏まえて、実際にシリコン量子ビットに誤りをもたらす歳差周波数のゆらぎにおけ

る量子ビット間相関を定量的に評価した。100 nm程度離れたシリコン量子ビット間で相互相関スペ

クトルを求めたところ、観測されたゆらぎの量子ビット間相関の強さは 1 Hzにおいて 0.7程度とな

り、シリコン量子ビット間において誤り相関が強くなり得るという重要な知見が得られた[1]。また同様

の解析手法をスピン交換相互作用のゆらぎとスピン歳差周波数のゆらぎに適用し、この量子ビット

の主要な雑音源が電荷雑音であることを直接的に示した。さらに、200 nm程度離れたシリコン量

子ビット間の相互相関スペクトルを評価し、有限の相関を観測した[2]。観測結果は、遮蔽効果のも

とで比較的少数の電荷雑音源が影響を与えているものとして解釈できることを見出し、この知見に

基づいて量子ビット誤り相関の量子ビット間距離依存性、および電荷雑音源密度の関係性につい

て議論した。一連の成果は、シリコン量子プロセッサの将来設計に大きく貢献すると考えられる。 

上記の成果に加えて、シリコン集積回路で培われてきた配線技術であり、大規模量子プロセッサ

の配線に有用であると期待されるフリップチップ実装と、シリコン量子ビット読み出し技術である高

周波反射測定の融合に取り組んだ[3]。さらに、各ノードにおける量子機能向上に資する技術とし

て、量子非破壊測定技術を応用したシリコン量子ビット初期化を実証し、論文にまとめた[4]。 
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